
芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年校园招聘--南京站

公司简介：

芯原是一家芯片设计平台即服务(Silicon Platform as a Service，SiPaaS®)公司，提供世

界一流的系统级芯片(SoC)和系统级封装(SiP)一站式解决方案；同时也是一家领先的 IP
供应商，拥有业界最全面的 IP 组合。芯原业务范围涵盖移动互联设备、数据中心、物

联网(IoT)、汽车、工业和医疗设备等领域。

芯原的机器学习和人工智能技术可以很好地满足“智慧”时代的需求。芯原 SiPaaS
业务模式为客户提供实质性的领先优势，并使客户能够专注于核心竞争力。芯原一站式

服务能够在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为包含新兴和成熟半

导体厂商、原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)，以及大型互联网和云平台

提供商在内的各种客户提供高效经济的半导体产品替代解决方案。

芯原从摄像头输入到显示输出的 Vivante® 可伸缩智能像素处理 IP 完整解决方案，

由 ISP、神经网络处理单元、GPU 和 GPGPU、Hantro® 视频编解码器以及显示控制器组

成，可与芯原像素压缩和加密技术无缝协同，为边缘或云端设备提供高度差异化的

PPA(性能、功耗和面积)和品质。基于芯原可扩展的 ZSP® (数字信号处理器)技术的解决

方案，已广泛应用于高清音频/语音和含低功耗蓝牙(BLE) 5.0、Wi-Fi、NB-IoT 技术在内的

无线平台。芯原的混合信号 IP 组合则可打造支持语音、手势和触摸的高能效自然用户

界面(NUI)解决方案。

芯原成立于 2001 年，总部位于中国上海。

宣讲安排：

时间：2019 年 9 月 20 日 14:00-17:00

地点：东南大学九龙湖校区大学生活动中心一楼圆形报告厅

报名方式：请扫描右方二维码报名参加宣讲会

注意：请带好纸质简历入场，宣讲结束后进行现场笔试

欢迎关注“芯原人”微信公众号，及时获取校招动态 ：

公司官网：www.verisilicon.com

报名二维码

http://www.verisilicon.com

